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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1、 序列号
1）除0层板外，其他板都要在字符层空白区域添加序列号，序列号格式年月日（YYYYMMDD)+3位流水号，如2024年11月6日生产的产品，序列号为20241106001,001按pcs顺延
2）序列号不允许断号，每个批次（日期）从001开始
3）序列号颜色黑色和白色都接受
4）单元板尺寸太小无法加下我司全套标记，而客户文件设计为拼板交货时，序列号必须添加在单元板内, 其他标记允许加在工艺边上，如果无工艺边，则不添加。
2.线路、表面处理
1）当星月孔距离板边不足13mil时，允许我司删除该星月孔制作
[image: image1.jpg]Cclose

" .

EIEEEEEE
s

Close

P

| ] 0] ] =

Close

. _________m____

HE mEeEEE 1 1 ] ] ] ] 5 ) ] ]





2）外形到线路铜距离过小的情况下，板边按极限削铜内层10mil，外层8mil，保证不漏铜制作
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3）当非金属孔在线路层中没有避铜时，需要按非金属孔制作，且孔壁极限削铜保证不漏铜制作。[image: image3.png](] ] e @3 ] ]|





4）验收标准IPC 3级，但是设计的板边的过孔距离外形太近了，难以保证这些板边的过孔焊环满足要求时，局部过孔允许过孔焊盘不满足IPC3标准
3.阻焊、字符

1）当文件中存在字符上焊盘的需要我司优化移动优化，若没有空间优化的则需要我司掏开上焊盘的字符制作，接受字符残缺，接受字符无法识别；若存在字符上金面或锡面的，则需要我司优化移动优化，若没有空间优化的则按文件制作，接受字符存在脱落的风险
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2）如图所示客户要求的阻焊厚度3.94mil时，忽略图示3.94mil厚度，阻焊厚度按我司常规厚度制作。如有特殊需要，客户会在制版说明提出。
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4.文件说明
1）针对客户的GM系列文件，gm1层为外形层，其他gm层光绘文件可忽略
预审部分： 
1. 当叠层说明中存在铜厚要求的情况下，其他位置的铜厚说明可以直接忽略，以叠层说明中的铜厚要求为准制作
2. 当要求板材为FR4(高Tg180)时，接受使用TG值≥170的板材
CAM部分： 
